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Method 210 - Resistance to soldering heat

weise danach gearbeitet werden.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Aniendung bestehen. Es soll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat F¢ II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck

In dieser Priifung soll festgestellt werden, ob die
einzelnen Bauteile die Wirkung der Wirme, der sie
beim Verlcten der Anschliisse ausgesetzt sind, aus-
halten kdnnen. Bei der auftretenden Wirme kann es
sich um Leitungswsrme handeln, die von den Anschliis-
sen in das Bauteil gelangt ist oder um Strahlungs-
wirme vom Tauchlot oder dem Ldtkolben auf das in un-
mittelbarer Nihe befindliche Bauelement, oder aber
auch um beide Arten von Wirme. Um einen allgemein
gliltigen Priifablauf fir das am besten reprodu~
zierbare Verfahren festlegen zu kdnnen, fdllt die
Verwendung von L&tkolben (mit den erforderlichen
grofien Temperaturtoleranzen und anderen Varianten
des Ldtkolbenverfahrens) nicht unter dieses Verfah-
ren. Dagegen wird die Tauchldtung auf Grund ihrer
besser kontrollierbaren Bedingungen angewandt. Die
Lotwdrme kann die elektrischen Eigenschaften des
Bautejles beeintrichtigen und eine mechanische Be-
sch#digung des lerstellmaterials des Bauteiles ver-
ursachen. Zum Beispiel werden die elektrischen Ei-
genschaften von Widerstandselementen, Falbleiter-
elementen, Ldtanschliissen, Plastik- und Isolations-
werkstoffe von der Wirme in verschieden hohem MaRe
beeinfluft. Unter mechanische Schiden fallen z.B.
Lockerung der aAnschliisse oder Wicklungen, Erwei-
chungen der Isolation, Undichtwerden von Dichtver-
ldtungen und Verringerung der Festigkeit von mecha-
nischen Verbindungen. Fiir diese Priifung lassen
einige Vorschriften fiir Bauteile aus wirmeempfind-
lichen Bestandteilen die Verwendung einer Vidzrmeab-
leitung zur Herabsetzung der Leitungswirme zu, oder
sie schreiben irgendeine Art von Abschirmung vor,
die die Strahlungswirme abfingt. Wenn die Einzelvor-
schrift die Verwendung von Wirmeschutzmitteln er-
laubt oder vorschreibt, mufl die Wdrmeableitung genau
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Precautions
Examinations and measurements

Summary

Purpose

This test is performed for the purpose of deter-
mining whether component parts can withstand the
effects of the heat to which they will be subject-
ed during the soldering of their terminaticns. The
heat can be either conducted heat through the ter-
minatior into the component part, or radiant heat
emanating from the solder dip or soldering iron

when in close proximity to tre tody of the compo-
nent part, or btoth. In order to establish a stan-
dard test procedure for the most nearly reproducible
method, the use of soldering irons (witl their neces-
sary broad tolerances on temperatures and other
variables in the soldering-iron procedure) is not
covered by this method; however, thre solder dip
method is used because of its more controllable
conditions. The heat soldering can affect the elec-
trical characteristics of the component part and
cause mechanical damage to the materials making up
the part, such as: Electrical characteristics of
resistive elements, semiconductor devices, soldered
connections, plastics, and insulation materials are
affected in varying degrees by heat; mechanical da-
mage, such as loosening of terminations or windings,
softening of insulation, opening of solder seals,
and weakening of mechanical joints, can occur. For
this test, some specifications which cover component
parts that are fabricated of heat-susceptible mate-
rials permit the use of attached heat sinks to re-
duce conducted heat, or specify some form of shield-
ing to reduce exposure to radiant heat. When allowed
or required by the component-part specification, the
heat sinks should simulate actual precautions which
must be taken during soldering, and the shielding
should afford the protection such as would be pre-
sent when soldering terminations which protrude

Fortsetzung Seite 2 und 3
Continued page 2 through 3
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Seite 2 VG 95 210 Blatt 25

den bei der tatsidchlichen Ldtung vorzusehenden
MafRnahmen entsprechen, ebenso mufl die Abschirmung
den Schutz gewdhren, der bei der Lotung von An-
schliissen, die durch eine Montageplatte oder eine
gedruckte Schaltung herausragen, vorhanden ist.

2., Gerat

2.1, Lotwanne

Die L&twanne muB ein Fassungsvermdgen von minde-
stens 900 g haben und ein Eintauchen der Anschliis-
se bis zur vorgeschriebenen Tiefe ermdglichen, oh-
ne daf diese den Boden des Beh#élters beriihren. Die
in Abschnitt 4.4 vorgeschriebene Temperatur des
Lotbades muB in diesem Behdlter auf einem konstan-
ten Wert gehalten werden. Das Lbtbad soll bei einer
Tiefe von maximal 25,4 mm unter der Oberflichen-
mitte geeicht werden.

2.2.

Wirmeableitung oder -abschirmung sollen gegebenen-
falls zu dieser Priifung gehdren und miissen hin-
sichtlich aller Einzelheiten, wie 2.B. Werkstoff,
Abmessungen, Befestigungsanordnung und Anordnung
des erforderlichen Schutzes, den Anforderungen der
Einzelvorschrift entsprechen.

Wirmeableitung oder -abschirmung

3, Verkstoffe und Bestandteile

3.1, Lot

Als Lot ist eine Blei-Zinn-Legierung mit einem
Nennzinngehalt von 50 bis 70 % zu verwenden.
3.2,

Wenn die Verwendung eines FluBmittels vorgeschrie-
ben ist, muf dieses dem Typ W der US-Vorschrift
MIL-F-14256 "FluBmittel, Weichldtung, fliissige
Form (Kolophoniumgrundlage)" entsprechen.

Flufimittel

L, Verfahren

Die Priifung muB an allen Ldtanschliissen des Bau-
teiles ausgefiihrt werden, wenn in der Einzelvor-
schrift keine Ausnahmen angegeben sind.

L,1.

Irgendwelche Vorbereitungen an den Priiflingen vor
der Priifung miissen in Ubereinstimmung mit der
Einzelvorschrift vorgenommen werden. Hierbei kann
es sich um besondere Anweisungen beziiglich Biegen
oder irgendeine andere Lageverdnderung der An-
schliisse, Reinigung, Aufbringen des FlufBimittels,
Vorverzinnung und Anbringung von Vorrichtungen zur
Wirmeableitung oder Abschirmung (siehe Ab-

schnitt 2.2) vor dem Eintauchen in das Lot
handeln.

Besondere Vorbereitung der Priiflinge

L.2.

Vlenn vorgesghrieben, miissen die zu priifenden An-
schliisse bis zu der fiir die Tauchung in das Lot~
bad (siehe Abschnitt 4.4) angegebenen Tiefe in das
Flufmittel (siehe Abschnitt 3.2), das auf Raumtem-
peratur gehalten wird, eingetaucht werden. Die
Dauer des Tauchens muB 5 bis 10 Sekunden betragen.

Anwendung des Flufmittels

L

Das geschmolzene Lot kann umgeriihrt werden, damit
eine gleichmiifige Temperatur erreicht wird. Die
Oberfldche des Lotes ist sauber und blank zu halten.

4,4, Eintauchen in das Lot

Die angegebene Anzahl der Anschliisse (siehe Ab-
schnitt 4) mit besonderer Vorbereitung (siehe Ab-
schnitt 4.1) sind bis auf die in der Einzelvor-
schrift aufgefiihrte Tiefe einzutauchen. Falls es
die geometrische Anordnung des Bauteiles erlaubt,
sind die Anschliisse einzeln einzutauchen. Die Tem-
peratur des Lotes und die Tauchdauer sind aus einer
der beiden nachstehend aufgefiihrten Bedingungen zu
wdhlen:

Vorbereitung des Lotbades

through & panel or printed circuit-board.

Apparatus

Solder pot

A solder pot of sufficient size to contain at least

2 pounds of solder and to immerse the terminations to
the depth specified for the solder dip without touching
the bottom of the pot shall be used. This apparatus
shall be capable of maintaining the solder at the tem-
perature specified in 4.4, The solder bath shall be
calibrated at a depth not exceeding 1 inch below the
center of the surface.

Heat sinks or shielding

If applicable, heat sinks or shielding shall be made
part of the test and shall be as specified in the
individual specification, including all of the details,
such as materials, dimensions, method of attachment,
and location of the necessary protection.

Materials
Solder

The solder shall be lead-tin alloy with a nominal
tin content of 50 to 70 percent.

Flux

When the use of flux is specified, it shall conform
to type W of specification MIL-F-14256 "Flux, Solder--
ing, Liquid (Rosin Base)".

Procedure

The test shall be performed on all solder termina-
tions, attached to the component part, not specifi-
cally excepted in the individual specification.

Special preparation of specimens

Any special preparation of the specimens, prior to
testing, shall be as specified in the individual
specification. This could include specific instruc-
tions, such as bending or any other relocation of
terminations, cleaning, application of flux, pre-
tinning, and the attachment of heat sinks or protec-
tive shielding (see 2.2) prior to the solder dip.

Application of flux

When specified, the terminations to be tested shall
be immersed in the flux (see 3.2) which is at room
ambient temperature, to the depth specified for the
solder dip (see 4.4). The duration of immersion shall
be from 5 to 10 seconds.

Preparation of solder bath

The molten solder may be agitated to assure that the
temperatur is uniform. The surface of the solder shall
be kept clean and bright.

Solder dip

The specified number of terminations (see 4) with any
special preparations (see 4.1) shall be immersed to

the depth specified by the individual specification.
Terminations shall be immersed individually, if the
geometry of the component part permits. The tempera-
ture of the solder and duration of immersion shall be
selected from one of the following two test conditions:
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